
深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：301716 证券简称：鸿富诚 编号：2026-001

投资者关

系活动类

别

☑特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

形式 ☑ 现场 □网上 □电话会议

参与单位

名称

易方达基金、大成基金、摩根士丹利基金、新华基金、平安基金、南方基

金、宝盈基金、银华基金、鹏华基金、博时基金、水璞基金、华西基金、

前海开源基金、信达澳亚基金、中信建投、国金证券、国盛证券、广发证

券、国信证券、光大证券、中金公司、中泰证券、西部证券、招商证券、

天风证券、长城证券、浙商证券、华创证券、恒泽投资、温氏投资、博普

资产等（排名不分先后）

（参会者已签署书面调研承诺函，在交流活动中，公司严格遵守相关规定，

保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等

情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，

请投资者注意投资风险并谨慎投资。）

时间 2026年 10月 13日（星期二）

地点 深圳市宝安区福永街道凤凰社区福永东大道 7号 C栋二层会议室

上市公司

接待人员

副总经理、董事会秘书：杨健虹先生

证券事务代表：余娜女士

投资者关

系活动主

要内容介

绍

一、公司情况介绍

公司成立于 2003年 5月 13日，于 2021年 12月 2日整体变更为股份

有限公司，并于 2026年 9月 29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，注



册地位于深圳市宝安区，是一家专注热管理、电磁屏蔽和吸波等先进电子

功能材料及器件研发、产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业。目

前，公司已在重庆、浙江、武汉以及马来西亚、泰国设有子公司，形成国

内外协同的研发制造与服务网络，业务覆盖数据中心、智能汽车、5G 通信

及消费电子等领域。

公司核心产品涵盖三大类：一是热管理材料及器件（碳基导热垫片、

金属碳基复合材料等）；二是电磁屏蔽材料（包裹类导电泡棉、全方位导

电泡棉等）；三是吸波材料（水溶性吸波材料等）。

公司是目前行业内极少数能够量产制备石墨烯导热垫片并实现规模化

应用的企业，也是国内极少数已经成功实现 TIM1热界面材料小批量供应

的企业。2025年度，公司实现营业收入 70,666.16万元，同比增长 114.34%；

净利润 27,031.82万元，同比增长 278.04%。

二、互动交流环节

1、公司石墨烯垫片的性能是否领先？行业地位如何？

答：公司采用自主创新的取向技术，实现石墨烯材料的垂直排列，充

分挖掘石墨烯在垂直方向的优异导热性能，导热系数最高可达 130W/m·K，

热阻低于 0.06℃·cm²/W，且回弹性好，可有效解决 AI高功率芯片大热

流密度及翘曲形变导致的核心散热难题，成为行业内极少数能够量产制备

石墨烯导热垫片并实现规模应用的企业。具体行业地位请参考公开行业报

告。公司将继续加强研发和产业化投入，提升综合竞争力。

2、公司热管理产品的技术迭代路径是怎样的？

答：公司热管理产品遵循清晰的技术迭代路径，逐步从传统高分子基

复合材料，向高性能、高附加值的新型热界面材料及金属基复合材料升级，

整体呈现“由低性能向高性能、由单一功能材料向多功能集成”的演进态

势。迭代历程清晰可追溯：第一代产品为传统填充型导热垫片，核心聚焦

通信、消费电子等散热场景；第二代升级为高填充与取向型材料，应用场

景拓展至新能源汽车电控、5G基站及工业电源等领域；当前已迭代至第三

代产品，包括先进石墨烯导热垫片及金属碳基复合材料，可全面满足 AI高

功率芯片、数据中心、高功率 IGBT等前沿领域的极致散热需求。



3、公司石墨烯导热垫片与金属碳基复合垫片的应用场景有何区别？

答：石墨烯导热垫片和金属碳基复合垫片定位不同，石墨烯导热垫片

终端面向 AI高功率芯片、数据中心、光模块、智能汽车等领域，当前主要

应用于高功率 AI芯片 TIM1.5/2场景及智能驾驶 TIM1.5/2场景；拓展进

度主要取决于客户对高性能热管理材料的迫切性与成本之间的综合考量。

而金属碳基复合材料采用多层复合技术，将低熔点金属与高导热材料结合，

兼具低热阻、优异机械回弹性与界面稳定性，可重复使用，有效解决传统

热界面材料“热阻低而难以重复使用、可重复使用却热阻高”的行业痛点，

为高功率芯片测试提供良好解决方案，目前主要应用于高功率 AI芯片板卡

测试。

4、公司目前在手订单情况如何？

答：根据公司招股说明书披露，公司目前在手订单较为充足，下游 AI

数据中心、智能汽车等领域总体上仍处于高速增长阶段，公司也在积极拓

展新的应用场景、开拓新的优质客户。

5、公司客户认证与导入周期有多长？新客户拓展进展如何？

答：高端热界面材料的客户导入通常需经历材料送样、性能测试、可

靠性验证、小批量试产到批量供货等多个阶段，头部芯片与服务器客户的

完整认证周期一般在一年至数年不等。在新客户拓展方面，公司正借助营

销服务网络及总部基地建设项目完善境内外营销与技术服务体系。因涉及

商业保密，公司不便披露具体客户名称及合作

进度，敬请谅解。

6、公司海外客户对接进度如何？

答：公司始终重视海外市场的拓展，与现有客户及相关潜在客户均保

持着正常的技术交流与业务沟通，持续跟进海外市场的需求与机会。因涉

及商业保密，公司不便披露具体客户名称及合作进度，敬请谅解。

附件清单 无

日期 2026年 10月 13日


